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【発行日】平成27年7月23日(2015.7.23)
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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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   Ｈ０１Ｌ   25/08     　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成27年6月5日(2015.6.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の面と、該第１の面から離れた第２の面とを有し、熱膨張係数が１０ｐｐｍ／℃よ
りも小さい基板と、
　前記第１の面と前記第２の面とを結ぶ方向に延在する開口部と、
　前記開口部内に延在している導電性ビアであって、それぞれが、第１の金属とは異なる
第２の金属の層で略被覆され、前記第１の金属でできた第１の金属領域を有する複数の基
材粒子を含んでおり、前記基材粒子同士は冶金接合されており、前記粒子の前記第２の金
属層は、前記第１の金属領域内に少なくとも部分的に拡散し、該導電性ビアは前記接合さ
れた基材粒子同士の間に散在する空隙を有し、該空隙は、該導電性ビアの体積の１０％以
上を占める、導電性ビアと
　を含んでなるコンポーネント。
【請求項２】
　前記接合された基材粒子同士の間に散在し、前記導電性ビアの体積の１０％以上を占め
る前記空隙は、空気で充填されている、請求項１に記載のコンポーネント。
【請求項３】
　それぞれの前記基材粒子は、前記第１の金属領域と前記第２の金属層との間のバリア層
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記接合された基材粒子同士の間に散在し前記開口部内で前記第１の面及び前記第２の
面のうちの少なくとも一方から少なくとも貫入深さまで延在するポリマー媒体を更に含む
、請求項１に記載のコンポーネント。
【請求項５】
　前記接合された基材粒子同士の間に散在し前記開口部内で前記第１の面及び前記第２の
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面のうちの少なくとも一方から少なくとも貫入深さまで延在するはんだを更に含む、請求
項１に記載のコンポーネント。
【請求項６】
　前記導電性ビアは、導電性パッドと電気的に接続された前記基板内の第２の導電性ビア
に接続しており、前記第２のビアは不純物をドープされた半導体材料を含む、請求項１に
記載のコンポーネント。
【請求項７】
　前記第２の金属層のうちの少なくともいくつかの部分は、溶融温度が前記第１の金属領
域よりも低い、請求項１に記載のコンポーネント。
【請求項８】
　前記導電性ビアのヤング率は、最大で前記ビアに含まれる前記金属のヤング率の５０％
である、請求項１に記載のコンポーネント。
【請求項９】
　前記基材粒子のうちの少なくともいくつかは、前記第１の金属領域に囲まれた非金属の
核領域を更に有する、請求項１に記載のコンポーネント。
【請求項１０】
　それぞれの前記基材粒子の前記第１の金属領域は、厚さが前記基材粒子の前記第２の金
属層の厚さよりも厚い、請求項９に記載のコンポーネント。
【請求項１１】
　コンポーネントを製造する方法であって、
　第１の面と、該第１の面から離れた第２の面とを有する基板を準備するステップであっ
て、該基板は熱膨張係数が１０ｐｐｍ／℃よりも小さく、該基板は前記第１の面から前記
第２の面に向かって延在する開口部を有する、準備するステップと、
　前記開口部内に複数の基材粒子を堆積させるステップであって、それぞれの基材粒子は
、第１の金属領域と、該第１の金属領域を被覆する第２の金属層とを含み、該第２の金属
層は融点が４００℃よりも低く、前記第１の金属領域は融点が５００℃以上である、堆積
させるステップと、
　それぞれの前記第２の金属層が前記基材粒子を溶融して互いと一体にして前記開口部内
に延在する連続的な導電性ビアを形成するように、前記基材粒子を加熱するステップであ
って、前記導電性ビアは、前記接合された基材粒子同士の間に散在する空隙を有し、該空
隙は前記導電性ビアの体積の１０％以上を占める、加熱するステップと
　を含んでなる、コンポーネントを製造する方法。
【請求項１２】
　前記接合された基材粒子同士の間に散在し、前記導電性ビアの体積の１０％以上を占め
る前記空隙は、空気で充填されている、請求項１１に記載のコンポーネント。
【請求項１３】
　それぞれの前記基材粒子は、前記第１の金属領域と前記第２の金属層との間のバリア層
を含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記基材粒子は液体キャリア材料内に設けられており、前記液体キャリア材料は流動性
の成分を含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第２の金属層は前記第１の金属領域を被覆するバイメタル層であり、前記加熱する
ステップは、前記基材粒子を転移液相反応温度まで加熱し、それぞれの前記バイメタル層
は前記第１の金属領域の回りで低融点共晶を形成する、請求項１１に記載の方法。
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